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O COOLPad® e uma linha de pads
térmicos avancados, desenvolvidos
para aplicacao simples, baixissima
resisténcia térmica e excelente
conformabilidade.

Projetados para simplicidade

de aplicacao, apresentam baixa
resisténcia térmica e adaptabilidade
incomparavel a superficies irrequlares
ou desafiadoras.

A caracteristica definidora

do COOLPad® é a sua alta
conformabilidade, que garante um
acoplamento térmico eficaz, mesmo

COOLPad

PADS ELASTOMERICOS TERMOCONDUTORES

com forcas de fixacao minimas. Isso

o0 torna particularmente adequado
para aplicacdes em que a interface
entre componentes geradores de calor
e superficies dissipadoras de calor
requer um delicado equilibrio entre
pressao e eficiéncia térmica.

Ideal para uma variedade de
configuracdes, o COOLPad®
oferece uma combinacdo perfeita
de simplicidade, desempenho,
versatilidade e solucBes de
gerenciamento térmico.
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Passion for Technique

Caracteristicas

Baixa resisténcia térmica

de contato

Alta capacidade de conformagdo
Possui excelente isolamento elétrico
Atende as normas RoHS,

REACH e UL 94-VO

Formatos de Fornecimento
Folhas de 200 x 400 mm
Pecas cortadas a medida, conforme
desenho técnico
Demais opcdes sob consulta
Sem adesivo ou com adesivo em 1 face

Linha COOLPad
Resisténcia Térmica ¥ Pressao
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COOLPad

PADS ELASTOMERICOS TERMOCONDUTORES

Aplicacbes Automotivas Cameras

e Sensores

ECUs e Centrais
Multimidia

Conjunto
Optico )

Motores e
Inversores
Elétricos
Moédulos de
Baterias para EVs
Equipamentos industriais Telecomunicacdes

e eletronicos Transceivers Opticos

[luminagao LED +  Esta¢des-base

Cameras, laptops, tablets e aparelhos + Servidores

celulares + Antenas e dispositivos 1oT
Moddulos IGBT e + Infraestrutura para rede 5G
componentes

eletrénicos, como

MOSFETSs,

transistorese *
semicondutores




CP1015FG CP1020.US CP1060-US
CP1020 (Ultra Soft) CP1030 CP1060 (Ultra Soft)

PROPRIEDADES Unidade CP1010X CP1012

(Fiber Glass)

Matriz de Base - - Silicone Silicone Silicone Silicone Silicone Silicone Silicone Silicone
Material de Condugdo - - Ceramica Ceramica Ceramica Ceramica Ceramica Ceramica Ceramica Carbono
Suporte (reforco mecanico) - - Fibra de Vidro - - - - - - -
Cor* Visual - Cinza-escuro | Azul-claro Azul-claro Salmdo Salmdo Rosa Rosa Preto
Validade em Estoque - anos 5 5 5 5 5 5 5 5
Espessuras Disponiveis** ASTM D374 mm 0,23-5,00 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0
Densidade ASTM D792 g/cm? 2,30 2,73 2,73 3,10 324 2,30 3,10 2,76
Dureza ASTM D2240 Shore 00 60 40 30 40 60 30 40 40
Formacdo de Gas, TML ASTMES95 Modificada % 0,06 0,06 0,06 0,04 0,13 0,13 0,30 0,20
Flamabilidade UL 94 - V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0
Condutividade Térmica ASTM D5470 W/m.k 1,00 2,00 2,00 3,00 6,00 6,00 10,00 12,00
Resisténcia Volumétrica ASTM D257 ohm-cm 3.1 x 10" 3.5x 10" 3.5x 10" 4.7 x 10 53x10" 6.7 x 102 1.0x 10" 500
Impedancia Térmica ASTM D5470 0,48MPa °C.cm?/W 5,48 3,87 3,23 3,23 1,81 1,42 1,16 0,71
Temperatura de Operagdo ASTM D5470 °C -60 a 200 -60 a 200 -60 a 200 -60 a 200 -60 a 200 -60 a 200 -60 a 200 -60 a 200
Rigidez Dielétrica ASTM D149 kV/mm 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 6,00 -
Constante Dielétrica @ 1TMHz ASTM D150 - 6,33 6,33 6,33 743 14,50 14,50 7,70 -

*A cor pode variar entre fornecimentos.
**Qutras espessuras e propriedades sob consulta.

DISSIPADOR
DE CALOR
~ . ~ A 3 foi removido, talvez seja necessario limpar
InStrugoeS de Aphcagao InStrugoeS para Remogao a superficie do companente para remoeer
1. Prepare a superficie: remova qualquer poeira, MATERIAL qualquer residuo. Vocé pode usar um pano livre
detritos ou residuos das superficies de contato. DE INTERFACE 1. Levante cuidadosamente o COOLPad®: usando de fiapos com alcool isopropilico (IPA) para limpar
Se necessario, utilize dlcool e um pano livre de TERMICA - uma ferramenta de plastico ou ndo abrasiva, cuidadosamente a superficie do componente.
fiapos. - como uma espdtula de plastico, levante
2. Retire o liner: remova o filme protetor de um dos FLUXO cuidadosamente uma borda do adesivo. Evite o
lados do COOLPad®. TERMICO uso.de ferramentas de metal, pois elas podem
) . danificar o componente.
3. Aplique o COOLPad® ao componente: alinhe . ) o
cuidadosamente o material sobre o componente, COMPOMENTES 2. Remova o material: lentamente, retire 0 COOLPad
garantindo que cubra toda a sua superficie. QUENTES do componente eletrénico, aplicando pressao

suave e uniforme. Se o adesivo estiver firmemente
fixado, vocé pode usar um pouco de calor, como
de um soprador térmico, para amolecer o material
e facilitar a remogao.

3. Limpe o componente: uma vez que o COOLPad®

Aplique  pressdo  uniforme, pressionando
firmemente para garantir um bom contato.

4. Remova o liner restante: cuidadosamente, retire
o filme protetor restante para expor a superficie
superior do COOLPad®.






